第23回高輝度電子源検討会議事録案

日程：2009年5月17日（月）

時間：13：30～14：30

出席者：本田（洋）、佐藤（康）、山本（将）(KEK会場）永井、西森,羽島（JAEA会場）、桑原、奥見（名大会場）、飯島、栗木（広大会場）

○山本将博氏より、500kV二号機の現状について報告があった。

カソード準備容器のネジ溝部分に切削油が残っており、それによる汚染が発生した。再洗浄したのち、ベーキングを行い、Q-massで水素以外の成分がほぼないことを確認した。電子銃本体のメタルOリングでリークが発生したが、Oリングを交換し、締め付けを強めにしてほぼリークはほぼなくなっている。ベーカブルクライオについては、ポンプ部と真空容器部の間の隔壁で強度不足によると思われるリークが発生したので、対策を検討中。

Q:オイル残留の原因は？

A:T社によると、工程管理上のミスであるとのこと。実際の作業は下請け業者がおこなっており、意志疎通不足が原因。

Q:Q-massで水素以外の成分は見えていないのか。

A:感度の調節などはしていないが、ノイズに埋もれて有意な信号は見えていない。

Q:150Nmで締め付けたとあるが、ネジの規格は？

A:M16である。

Q:メタルO-ringで交換の際にシール材外皮のアルミがフランジ側に残るとあるが、これは不具合か？

A:PF真空グループの経験からメタルO-ringでは通常見られることだと認識している。これが残ったままで締めつけるとリークが発生する可能性が高い。

Q:クライオのリークはどこからのリークか。

A:極高真空部（クライオパネル部）と冷凍機部（中真空程度）との間の隔壁だ。真空部をパージした時などに隔壁に圧力がかかるが、以前に開発された実証機では特に問題は起きていない。ヘリウムガスのリークはない。（今回の隔壁部問題発生の原因の詳細は聞いていないため不明。）

○西森氏より、500kV電子銃一号機の現状について報告があった。

ビーム軸のアラインメントを、従来の三次元位置測定に加えて、レーザーによるカソードからの反射光等を用いておこなった。本体および準備容器のベーキングを行ったが、本体のヘリコおよびICFでのリークが発生した。増締してリーク検出限界以下にはおさまっている。NEG活性化をおこない、多少の温度調節で過度な温度上昇を抑えることができることを確認した。UHV design inc. のロッドを今回初めてベーキングしたが、リークも発生せず問題なく終了した。

Q:リークがあった接合部は異種金属か？

A:ベーキング後のリークはTi-SUSの接合部分にあたる。

Q:ICF506の締め付けトルクは？

A:40〜50N.mで真空封止された。

Q:ロッドのベーキング前後で、動作などの変化は？

A:まだ動作させていないので不明。

Q:NEG活性化時の粗排気は？

A:ICF203のGVを介して、TMP1000l/sで排気している。

○永井氏より、JAEA250kV電子銃の現状について報告があった。

いままでカソード寿命が極端に短かったので、50時間-190℃程度のベーキングを行った。それにより真空度はおよそ1/4の1.2E-9Paとなった。また暗寿命が劇的に改善した。

Q: 寿命測定はカソード準備容器でおこなったのか？

A:そうである。細かい時間経過はみていない。

Q:ロッドはどこの製品か？ベーキング温度は？

A:AVC社製品である。220〜230℃でおこなった。

Q:寿命と真空度の関係は？

A:印象だが、見かけの真空度以上に改善している。

その他

○広島大学へ名古屋大学から行っている分光器をできたら使いたい。

　A：現在、阪大へ貸与している。使用状況を問い合わせの上、使用していないのであれば名古屋へおくる用にする。

○JAEAで製作したパックでMo基板部に歪みがあり、GaAs基板をおくとがたついて安定しない。広島大学でもほぼ同様に製作したと思うが、そのような歪みはあるか？

A:目でみたところはないが、とくに計ったわけではない。使用済のGaAs基板などを当ててみて、こちらでも確認してみる。

次回会合は６月21日(月）13時30分より

文責　栗木

